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체 청 항  :   1  항  심사  :    

(54) 마트 카드 

(57)  약

마트 카드  공한다. 

본  단 (154)  갖는 보드(153)에 칩(151)  탑재  COB 듈(150)  비하는 마트 카드(100)  

하는 에 어 ,  측 에 가 리  라  안 나 코 (131)  루프 태  하고, 상

COB 듈(150)  칩(151)  치 는 칩 치공(132)  통 한 안 나코  시트(130)  공하는 단계 ; 상

칩 치공(132)에  하도  상  안 나코  시트(130)  측 에 치  안 나 코 (131)  안 나 단

(134)에 도  착 (B)  싱한 다  상  칩 치공(132)에 칩(151)  삽 치하  상  도  착

(B)  매개  상  안 나 코 (131)  안 나 단 (134)  상  보드(153)  단 (154)  하는 단계

; 상  COB 듈(150)  보드(153)가 삽 치 는 보드 치공(122)  통 한 듈시트(120)  안 나코  시

트(130)에 층하는 단계 ;  상  듈시트(120)  에 1 시트(110)  층하고, 상  안 나코

(130)  에 2 시트(140)  층하는 단계  포함한다. 

  도 - 도3
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재승
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특허청  

청 항 1 

단 (154)  갖는 보드(153)에 칩(151)  탑재  COB 듈(150)  비하는 마트 카드(100)  하는 

에 어 , 

 측 에 가 리  라  안 나 코 (131)  루프 태  하고, 상  COB 듈(150)  칩(15

1)  치 는 칩 치공(132)  통 한 안 나코  시트(130)  공하는 단계 ;

상  칩 치공(132)에 하도  상  안 나코  시트(130)  측 에 치  안 나 코 (131)  안 나 단

(134)에 도  착 (B)  싱한 다  상  칩 치공(132)에 칩(151)  삽 치하  상  도

착 (B)  매개  상  안 나 코 (131)  안 나 단 (134)  상  보드(153)  단 (154)  하는

단계 ;

상  COB 듈(150)  보드(153)가 삽 치 는 보드 치공(122)  통 한 듈시트(120)  안 나코  시

트(130)에 층하는 단계 ; 

상  듈시트(120)  에 1 시트(110)  층하고, 상  안 나코  시트(130)  에 2

시트(140)  층하는 단계  포함하고, 

상  안 나코  시트(130)에  안 나 코 (131)  안 나 단 (134)에 도  착 (B)  싱하

에 상  안 나 코 (131)  안 나 단 (134)에 피복  연층  어 거하 ,  

상  단 (154)는 상  칩 치공(132)  통 역 측에 치 는 안 나 코 (131)  안 나 단 (134)

도  상  칩(151)  탑재 는 보드(153)  측 에 비  특징  하는 마트 카드 .

청 항 2 

삭

청 항 3 

삭

  

   야

본  마트 카드  하는 에 한 것 , 욱 상 는 시트재  가 사 없  안 나 코[0001]

안 나 단  보드  단  가 시트  통해  사 어 돌 지 않도  COB 듈과 안

나 코  공   시트 층공  개 하여  량  고,    는 마

트 카드 에 한 것 다. 

 경  

 마트 카드는 능, 연산 능  보안 능 등  가지도  마 크 프 , 운 체계, 보안[0002]

듈, 리 등  비한 IC칩  내 함 ,   마그 틱 카드보다 량  크고 보안  크  

에 다양한    다. 

러한 마트 카드는 본  행업  에 신 카드, 통카드, 신  등에 다양한  [0003]

 고, 식 능 에 폐  능  행하여  통행료, 주차 , 고 도  게 트  통행료 등

료  지 하는 지 단     뿐만 아니라  쇼핑몰에  상  매하거나 료 콘

츠  매하는 도 사   다.

상  마트 카드는 그 에 라 여러 가지  할  지만 IC칩  카드  가 지는[0004]
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식에 라 식 카드, 비 식 카드  콤비식 카드 등  , 러한 카드  IC칩에  

  한 치는 마트 카드  에 라 식 리   비 식 리  등  다. 

한편, 상  비 식 카드  콤비식 카드  같  마트 카드(1)는 도 1에 도시한  같 , 1 시트[0005]

(10), 듈시트(20), 안 나코  시트(30)  2 시트(40)가 차  층  하나  층  루어

진다. 

상  듈시트(20)에는 COB 듈(chip on board)(50)  하는 칩(51)  치 는 칩 치공(22)  통 하[0006]

고, 상  안 나 코  삽 시트(30)는 측 에 가 리  라 안 나 코 (31)  루프 태  하고, 상

COB 듈(50)  칩  탑재 는 보드(32)가 치 는 보드 치공(32)  통 하 , 상  보드 치공(32)에는

상  보드(32)  단 (54)   연결 도  안 나 코 (31)  안 나 단 (34)  치한다. 

상  듈시트(20)  안 나코  시트(30)가 층  층  양측 에는 1 시트(10)  2 시트[0007]

(40)  각각 층하여 마트 카드(1)  하게 다. 

에 라, 러한 마트 카드(1)  카드 리 에 근시키게  안 나 코 에 도  생하여 COB[0008]

듈(50)  IC칩(51)  동 는 RF 능  , 에  보   직   없 도

카드 리    는 것 다. 

한편, 래 마트 카드  하는 공 에  COB 듈(50)과 안 나 코 (31)   연결하는 공  도[0009]

1과 도 2에 도시한  같 , 상  안 나코  시트(30)에 통  보드 치공(32)에 상  COB 듈(50)

보드(53)  치한 상내에  상  보드 치공(32)에 도  치 는 안 나 코 (31)  안 나 단 (34)

상  보드에  단 (53)  볼과 같  재  하여 식  하고, 상  안 나코

시트(30)  에 2 시트(40)  층한다.

그러나, 상  보드(53)  단 (53)  상  안 나 코 (31)  안 나 단 (34)가  는 [0010]

는 단 층 2 시트(40)에 어지  상  2 시트(40)  통하여 마트 카드   사

어 돌 는 돌 (E)  하  에 는 마트 카드(1)  검사시 량  래하여

 하시키는  하 다. 

에 라,  상  2 시트(40)  측에 가  다  시트  층함  안 나코 (31)  안 나 단[0011]

(34)가 2 시트(40)  통해  돌 는 돌 (E)  할  지만, 시트재  가사   

가 층공 에 해  공  어지고, 시트재  사 량 가  하여 마트 카드  원가  상승시

키는  었다. 

 내

해결하 는 과

라 , 본  상  같   해결하  한 것 , 그   시트재  가 사 없  안 나 코[0012]

 안 나단  보드  단  가 시트  통해  사 어 돌 지 않도  COB 듈과

안 나 코  하는 공   시트  층하는 공  개 하여  량  고,  

  는 마트 카드  공하고  한다. 

과  해결 단

상   달 하  한 체  단  본 , 단  갖는 보드에 칩  탑재  COB 듈  [0013]

비하는 마트 카드  하는 에 어 ,  측 에 가 리  라  안 나 코  루프 태

 하고, 상  COB 듈  칩  치 는 칩 치공  통 한 안 나코  시트  공하는 단계 ; 상

칩 치공에 하도  상  안 나코  시트  측 에 치  안 나 코  안 나 단 에 도  착

싱한 다  상  칩 치공에 칩  삽 치하  상  도  착  매개  상  안 나 코  안

나 단  상  보드  단  하는 단계 ; 상  COB 듈  보드가 삽 치 는 보드 치공  통

한 듈시트  안 나코 시트에 층하는 단계 ; 상  듈시트  에 1 시트  층하고, 상

안 나코  에 2 시트  층하는 단계  포함함  특징  하는 마트 카드  공한

다. 

람직하게, 상  안 나 코  안 나 단 에 도  착  싱하  에 상  안 나 코  안 나[0014]

등록특허 10-0987250

- 4 -



단 에 피복  연층  어 거한다. 

 람직하게, 상  단 는 상  칩 치공  통 역 측에 치 는 안 나 코  안 나 단  [0015]

도  상  칩  탑재 는 보드  측 에 비 다.

 과

본 에 하 , COB 듈  보드에  단  안 나코  안 나단 가 안 나코  시트  에[0016]

싱 는 도  착  매개  는  COB 듈  보드  안 나코  시트사 에 치 도

 시트  층함 , 다층  치 는 보드  1 시트  층  또는 다층  치 는 안 나코

 시트  2 시트  층 에 해  시트재  가사 없  가 마트 카드   돌

도  사 는  것  하거나  할    에,   량  여   

고, 원가  감할  는 과가 얻어진다. 

도  간단한 

도 1  래 에  마트 카드 에 해  는 마트 카드  해 사시도 다. [0017]

도 2는 래 에  마트 카드 에 해  는 마트 카드  단 도 다. 

도 3  본  실시 에  마트 카드 에 해  는 마트 카드  해 사시도 다.

도 4(a) 내지 (d)는 본  실시 에  마트 카드 에 해  는 마트 카드  공  

도 다. 

도 5는 본  실시 에  마트 카드 에 해  는 마트 카드  단 도 다. 

 실시하  한 체  내

본  람직한 실시 에 해  첨  도  라 욱 상  한다. [0018]

본  실시 에 라 마트 카드(100)  하는 공  도 3 내지 도 5에 도시한  같 , 안 나코[0019]

 시트(130)  안 나 코 (131)과 COB 듈(150)   하도  COB 듈(150)  안 나코  시트

(130)에 탑재한 다 , 듈시트(120)  1,2 시트(110,140)  연 하여 층하는 공 에 해  루어진

다. 

,  측 에 가 리  라  안 나 코 (131)  루프 태  한 안 나 코 시트(130)[0020]

공하는 , 러한 안 나코  시트(130)에는  COB 듈(150)  하는 칩(151)  삽 하여 치할  도

상  칩과 사한 양  칩 치공(132)  통 한다. 

, 상  안 나 코 시트(130)  측 에 비 는 안 나 코 (131)  안 나 단 (134)는 상  칩 치공[0021]

(132)  통 역에 치 지 않고 상  칩 치공(132)  통 역 측근 에 치 다. 

여 , 상  안 나 코 (131)  략 90 내지 150㎛  직경  비 고, 도  갖도  리 재  루[0022]

어지는 어 , 상  어  에 께  코 는 연층  포함하 , 러한 안 나코  카드

  에 라 안 나 , 폭   체 가   , 상  안 나 코  시트(130)

측 에 거나  착  하여 시트에 심는 식  비할  다. 

그리고, 상  COB 듈(150)과 안 나 코 (131)   하는 업  상  안 나 코 (131)  안 나[0023]

단 (134)  칩 치공(132)에 하여 치 도   안 나코  시트(130)  측 에 치한 상태에  상  안

나 코 (131)  안 나 단 (134)에 ,  또는 동  포함하는 도  착 (B)  량 싱한다 

어 , 상  안 나 코 시트(130)  상  하고, 상  COB 듈(150)  상  하여 상  칩 치[0024]

공(132)에 상  COB 듈(150)  칩(151)  삽 치 과 동시에 상  도  착 (B)  매개  상  안 나

코 (131)  안 나 단 (134)  상  COB 듈(150)  보드(153)에  단 (154)   연결하

도  한다. 

여 , 상  안 나 코 (131)  안 나 단 (134)에 도  착 (B)  싱하  에, 상  단[0025]

(154)   단 연결  량없  원 하게  루어지도  상  안 나  코 (131)  안 나  단
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(134)에 피복  에나 과 같  연층  어 거하여 어  하는 연층 거공  행하는 것

 람직하다. 

그리고, 상  단 (154)는 상  칩 치공(132)  통 역 측에 치 는 안 나 코 (131)  안 나 단[0026]

(134)  도  상  칩(151)  탑재 는 보드(153)  측 에 비 다. 

연 하여, 상  안 나코  시트(130)  안 나 코 (131)과 COB 듈(150)    하도  COB[0027]

듈  안 나코  시트에 탑재한 상태에 , 상  COB 듈(150)  보드(153)  하는 역에 상  보드(153)가

삽 치 도   보드 치공(122)  통 한 듈시트(120)  안 나코  시트(130)상에 층한다. 

에 라, 상  안 나코  시트(130)  듈시트(120)가 상하 층 , 상  COB 듈(150)  상  안 나코[0028]

 시트(130)  듈시트(120)사 에  상  안 나 코 (131)  안 나 단 (134)   도  

치 과 동시에 보드 치공(122)에 치 는 보드(153)  타측   한다. 

, 상  듈시트(120)  에는 상  보드 치공(122)  통해 는 보드(153)  타측[0029]

 어  폐하도  1 시트(110)  층하고,  상  안 나코  시트(130)  에는  상  칩 치공

(132)  통해 는 칩(151)   어 폐하도  2 시트(140)  층한다.

여 , 상  1,2 시트(110,140)  에는 사 고 또는 양,  같  쇄 보가 비[0030]

 다. 

러한 경우, 상  COB 듈(150)  보드(153)에  단 (154)  도  착 (B)  매개  는[0031]

안 나코 (131)  안 나단 (134)는 보드(153)  안 나코  시트(130)사 에 치  에 1,2 시트

(110,140)  층 료 후 안 나단 (134)  가 마트 카드(110)   돌 도  사 는

것  다층  치 는 보드(153)  1 시트(110)  층  또는 다층  치 는 안 나코  시트

(130)  2 시트(140)  층 에 해  하거나 하여 안 나 단 에 하는 돌 가 없는

상태가 양 한 마트 카드(100)  할  는 것 다. 

본  특 한 실시 에 하여 도시하고 하 지만, 하  특허청 에 해 마 는 본 [0032]

신 나 야  어나지 않는 한도 내에  본  다양하게 개   변   다는 것  당업계에  통

상  지식  가진 는 하게 알   고  한다.

 

110 : 1 시트 120 : 듈시트[0033]

122 : 보드 치공 130 : 안 나코  시트

131 : 안 나 코 132 : 칩 치공

134 : 안 나 단 140 : 2 시트

150 :COB 듈 151 : 칩

153 : 보드 154 : 단
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